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Prufungsantrag gem, § 44 PatG 1st gesteiit 

(§) Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement und Verfahren zur Herstellung 

(§) Die Erfindung bezleht sich auf ein optoelektronisches 
Halbleiter-Bauelement (1), bestehend aus einem eine annS- 
hernd ebene Chiptragerfiache (2) aufwelsenden ChlptrSger 
(3), auf welcher ein optoelektronischar Haibieiterchip (4) mtt 
vorbestJmmter Ausrichtung seiner optischen Achse (5) befe- 
stigt 1st, und einem dem ChiptrSger (3) zugeordneten und 
diesen abstQtzenden Sockelteil (6), welches aus einem 
Kunststoffmatertal gafertigt 1st, wobei der Haibieiterchip (4) 
elektrisch leitend mit wenlgstens zwei durch das Sockelteil 
(6) hindurchgefuhrten EisktrodenanschlQssen (7, 8) verbun- 
den fst, und dem Haibieiterchip (4) eine das Sockelteil {6} 
Obergreifende Unse (10) zugeordnet 1st. Die das Sockelteil 
(6) Obergreifende Unse (10) 1st als Tail einer eigenstandig 
gestalteten und aus Kunststoffmaterlai gefertigten Kappa 
" (11) ausgebiidet, wobe! die Kappe (11) ein Haltemlttel (13) 
f fur eine formschiQsslg mechenische Verblndung mit einem 
Statzmittel (14) des Sockeiteiies (6) aufwefst. Beim Aufset- 
zen der Kappe (11) auf das Sockelteil (6) gelangen das 
Haltemlttel (13) und das StOttmittei (14) wechselweise 
miteinander In Eingriff. Das Kaltemittef (13) und das Stutz- 
mlttel (14) sind derart geataltet, daS beim Aufsetzen der 
Kappe (11) auf das Sockelteil (6) diese selbstt§tig so 
zuainander positioniert warden, daS die optischen Achsen 
(12) der Unse (10) und des auf dem ChiptrSger (3) angeord- 
neten Halbteiterchips (4) wenlgstens annSharnd zusammen- 
fallen. 



in 

CO 

<n 

ui 
O 




Die foigenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 01.97 702 013/468 



10/22 



DE 195 35 777 Al 
i 2 

Beschreibung daB solchermaBen hergestellte optoelektronischen 

Halbleiterbauelemente fQr spezielle Anwendungen le- 

Die Erfindung bezieht sich auf ein optoelektronisches diglich ungenugende optische Eigenschaften besitzen. 
Halbleiter-Baueiement, bestehend aus einem eine anna- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein opto- 
hernd ebene Chiptragerfiache aufweisenden Chiptra- 5 elektronisches Halbleiter-Baueiement zur VerfQgungzu 
ger, auf welcher ein optoelektronischer Haibleiterchip stellen, welches bei hohen Anforderungen an die Justa- 
mit vorbestimmter Ausrichtung seiner optischen Achse getoleranzen und damit Schielwinkel erheblich kosten- 
befestigt ist, und einem dem Chiptrager zugeordneten gilnstiger hergestellt werden kann. 
und diesen abstutzenden Sockelteil, welches aus einem Diese Aufgabe wird durch ein optoelektronisches 
Kunststoffmaterial gefertigt ist, wobei der Halbleiter- 10 Halbleiter-Baueiement gemaB Anspruch 1 und ein Ver- 
chip elektrisch leitend mit wenigstens zwei durch das fahren zur Herstellung eines optoelektronischen Halb- 
Sockelteil hindurchgefuhrten ElektrodenanschlOssen leiter-Bauelementes nach Anspruch 15 gelfist 
verbunden ist, und dem Haibleiterchip eine das SockeN ErfindungsgemaB ist vorgesehen, daB die das Sockel- 
teil ubergreifende Linse zugeordnet ist Die Erfindung teil Ubergreifende Linse ais Teil einer eigenstandig ge- 
bezieht sich ferner auf ein Verfahren zur Herstellung 15 stalteten und aus Kunststoffmaterial gefertigten Kappe 
eines derartigen optoelektronischen Halbleiter-Bauele- ausgebildet ist, wobei die Kappe ein Haltemittel far eine 
mentes. formschlflssig mechanische Verbindung mit einem 

Die bisherigen optoelektronischen Halbleiter- Bau- StUtzmittel des Sockelteiles aufweist, derart, daB beim 

elemente, insbesondere solche mit hdheren Anforderun- Aufsetzen der Kappe auf das Sockelteil das Haltemittel 

gen an die optischen Eigenschaften wurden im wesentli- 20 und das Stiitzmittel wechselweise miteinander in Ein- 

chen in Metall-Glas-Gehausen gefertigt Hierbei wur- griff gelangen, und das Haltemittel und das StUtzmittel 

den als Chiptrager insbesondere aus Metal! gefertigte derart gestaltet sind, daB beim Aufsetzen der Kappe auf 

Bodenplatten eingesetzt, die mit einer Metallkappe mit das Sockelteil diese selbsttatig so zueinander positio- 

eingepaBter Glaslinse montiert wurden. Durch diese niert werden, daB die optischen Achsen der Linse und 

Montage vermittels einem Metallgehause konnte zum 25 des auf dem Chiptrager angeordneten Halbleiterchips 

einen ein hermetisch dichter AbschluB des Gehauses wenigstens annahernd zusammenfallen. 

gewahrleistet werden, und zum anderen eine Eignung Dadurch, daB das den Chiptrager absttltzende Sockel- 

des optoelektronischen Halbleiter-Bauelementes fur teil und die auf den Sockelteil aufgesetzte Kappe mit 

bestimmte Hochtemperaturanwendungen ab etwa 150° der integriert ausgebildeten Linse ais zwei separate, 

Celsius zur Verf Ugung gestellt werden. Die Alterung des 30 vermittels jeweils einem SpritzguBvorgang hergestellte 

Halbleiterchips bei einer solchen Montageart war ge- Kunststoff-Bauteiie gefertigt werden, kann ein opto- 

ring, da aufgrund des verwendeten Gehausetyps aus elektronisches Halbleiter-Baueiement im Vergleich zu 

MetallimwesentlichenkeineBelastungaufdenHalblei- den vorbekannten Bauelementen wesentiich kosten- 

terchip aufgrund von unmittelbar umgebendem Materi- gilnstiger, und zwar etwa um den Faktor 10 kostengttn- 

al voriag. SchlieBUch konnten die optischen Eigenschaf- 35 stiger hergestellt werden, ohne EinbuBen in den opti- 

ten des Halbleiter-Bauelementes aufgrund der in der schen Eigenschaften des Halbleiter-Bauelementes hin- 

Metallkappe eingefaBten Glaslinse giinstig gestaltet zunehmeit Die beiden separat gefertigten Bauteile kon- 

werdeiuAls wesentlicherNachteilder bisher hergestell- nen annahernd spielfrei selbsttatig zueinander gefttgt 

ten optoelektronischen Halbleiter- Bauelemente werden werden, so daB das erfindungsgemaBe Halbleiter-Bau- 

die aufgrund der relativ komplizierten Herstellung not- 40 element lediglich geringste Justagetoleranzen und da- 

wendigerweise einhergehenden erheblichen Kosten an- mit geringste Schielwinkel besitzt Das erfindungsgema- 

gesehen. Hierbei scmagt insbesondere die einen hohen Be optoelektronische Halbleiter-Baueiement eignet sich 

Hersteilungsaufwand er fordernde Metallkappe mit ein- daher hervorragend fur Anwendungen mit sehr engen 

gepafiter Glaslinse zu Buche. Fernerhin besitzen die in Abstrahl- bzw. Empfangscharakteristiken. Die Herstei- 

Metail-Glas-Gehausen montierten Halbleiter-Bauele- 45 lung der in der Kappe integrierten Linse aus Kunststoff 

mente aufgrund der relativ groB zu veranschlagenden ermdglicht darQber hinaus im Gegensatz zu Glaslinsen 

Justage- und Fertigungstoleranzen Probleme, so daB wesentiich genauer herstellbare Linsenformen und da- 

solche optoelektronischen Halbleiter-Bauelemente in her bessere optische Eigenschaften der Linse. Durch 

der Regel ungtlnstigere Schielwinkel besitzen, dh.ferti- eine geeignete Gestaltung von Kappe und Sockelteil 

gungsbedingte Abweichungen der optischen von der 50 kann erreicht werden, daB beim Aufsetzen der Kappe 

mechanischen Achse des Bauelements, so daB solche auf das Sockelteil diese selbsttatig zueinander positio- 

Halbleiter-Bauelemente bei Applikationen, bei denen es niert bzw. zentriert werden. 

auf enge Abstrahl- bzw. Empfangscharakteristiken an- In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daB 

kommt, nur bedingt einsetzbar sind. Bei den vorbekann- Kappe und Sockelteil eine im wesentlichen zylinder- 

ten optoelektronischen Halbleiter-Bauelementen wirkt 55 symmetrische Querschnittsform aufweisen, deren Sym- 

sich somit bei engeren Toleranzvorgaben ein grdBeres metrieachsen zueinander konzentrisch verlaufen und je- 

Justagespiel bei der Montage §uBerst ungilnstig auf den weils mit den optischen Achsen von Linse und Halblei- 

erzielten Schielwinkel aus. ~ terchip zusammenfalien. Hierbei ist von Vorteil vorge- 

Darflber hinaus sind in Massenstuckzahlen gefertigte sehen, daB das Haltemittel der Kappe und das Sttttzmit- 

Kunststoff-Leuchtdioden mit geringeren Anforderun- 60 tel des Sockelteiles fUr eine formschlussige Verbindung 

gen an die optischen Qualitaten bekannt, bei denen das angepaBt bzw. ausgebildet sind. Bei einer konkreten 

Gehause bestehend aus Bodenplatte und Kappe in ei- Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, daB 

nem Verfahrensgang gegossen und somit einteilig her- das Haltemittel und das StUtzmittel so ausgebildet sind, 

gestellt werden. Dies stellt an sich eine gegenQber Me- daB beim FQgen von Kappe und Sockelteil diese selbst- 
tall-GIas-Gehausen wesentiich kostengiinstigere Her- 65 tatig so zueinander positioniert werden, daB eine stabile, 
stellungsart dar. Durch den einen Arbeitsgang der wenigstens annahernd spiel freie Symmetrielage von 
(drucklosen) GuBhersteliung ergeben sich jedoch zu ho- Kappe und Sockelteil gewahrleistet ist 

he Justagetoleranzen und damit hohe Schielwinkel, so Zur UnterstUtzung der mechanischen Ausrichtung 
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von Kappe und Sockelteil kann vorgesehen sein, daB 
das Statzmittel des Sockelteiles an seinem AuBenum- 
fang eine umlaufende und das Haitemittel der Kappe 
abstutzendeWiderlagerfiachebesitzt 

Hierbei kann vorgesehen sein, daB die der in axialer 5 
Richtung Idsbaren, formschlassig mechanischen Verbin- 
dung von Kappe und Sockelteil zugeordneten Halte- 
und Statzmittel durch an beiden Teilen umlaufend und 
wechselweise ausgebildete Vorsprtinge und Nutausneh- 
mungen gebildet sind, oder daB die fur eine gegenseitige to 
Ausrichtung von Kappe und Sockelteil in Umf angsrich- 
tung vorgesehenen Halte- und Statzmittel durch zusatz- 
liche, an beiden Teilen wechselweise angeordnete radia- 
le und in Umfangsrichtung begrenzt ausgebildete Vor- 
spriinge und Ausnehmungen gebildet sind 15 

Zur selbsttatigen Festlegung der Befestigung von 
Kappe und Sockelteil kann vorgesehen sein, daB das 
Haitemittel der Kappe mit einer federnden Auskragung 
versehen ist, die mit einer in dem StQtzmittel des Sockel- 
teiles vorgesehenen Raste zur selbsttatigen Festlegung 20 
der Kappe und des Sockelteiles in einer Montagelage 
zugeordnet ist 

Weiterhin kann zur weiteren Gestaltung der opti- 
schen Eigenschaften des Bauelementes oder lediglich 
zum Zwecke des Schutzes des Halbleiterchips vorgese- 25 
hen sein, daB der Halbleiterchip mit einer Linsenabdek- 
kung bzw. linsenfdrmigen Chipabdeckung Ubergriffen 
ist, welche zwischen dem Sockelteil und der Kappe an- 
geordnet bzw. befestigt ist, wobei die den Halbleiterchip 
Ubergreifende Linsenabdeckung aus einem lichtdurch- 30 
iassigen Kunststoffmaterial gefertigt ist, welches insbe- 
sondere ein optisches Filtermaterial aufweist 

Des weiteren kann das aus Kunststoff gefertigte Sok- 
kelteil ein Material zur Erhflhung der Absorption von 
einf allendem Streulicht aufweisen, welches insbesonde- 35 
re mit schwarzer Farbe eingefarbt ist Die Formgebung 
des aus Kunststoff gefertigten Sockelteiles kann so ge- 
wahlt werden, daB neben der Eignung zur Befestigung 
der Kappe ein Reflektor urn den Halbleiterchip ausge- 
bildet wird und die optischen Eigenschaften des Bauele- 40 
mentes in gttnstiger Weise mit bestimmt werden. Ferner 
kann innerhalb des Sockelteiles ein dem Halbleiterchip 
zugeordneter Reflektor zur Verbesserung der Abstrahl- 
eigenschaften des Bauelementes vorgesehen sein. 

Die Form der in der aus Kunststoff gefertigten Kappe 45 
integriert ausgebildeten linse kann je nach gewOnsch- 
ten optischen Eigenschaften des Bauelementes auf ein- 
fache und kostengOnstige Weise variabel gestaltet sem. 
So kann beispieisweise die Kappe eine integrierte Fres- 
neiiinse besitzen, so daB von Vorteil optoelektronische 50 
Bauelemente mit besonders geringer Bauhdhe und sehr 
engwinkligen Abstrahl- bzw. Empfangscharaktenstiken 
verwirklicht werden kdnnen. 

Insgesamt ermdglicht es die erfindungsgemaBe An- 
ordnung, die Optik des Bauelementes sehr differenziert 55 
und genau zu gestalten. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausftthrung der fcr- 
findung besteht das Material des Sockelteils aus einem 
hochtemperaturfesten, ldtbestandigen Kunststoff, mit 
dem der Chiptrager und die Ldtanschlttsse bzw. Elektro- 60 
denanschitisse umspritzt ist Das Kunststoffmaterial 
kann hierbei insbesondere ein Thermopiast sein, wie 
beispieisweise LCP = Liquid Crystal Polymers, PPA » 
Polyphtalamid, oder Polysulfon oder dergleichen Mate- 
rial. Daruber hinaus sind als Kunststoffmaterial des Sok- 55 
kelteils auch Duroplastmaterialien mfiglich, die gegen- 
Uber Thermoplasten in der Regel kostenungunstiger 
sein werden und fllr Hochtemperaturanwendungen we- 



niger geeignet sein durften. 

Das Material der Kappe, welche die Linse des Bauele- 
mentes integriert umfaBt, kann beispieisweise ein Poly- 
carbonatmaterial sein, welches optisch klar und damit 
vollstandig durchsichtig, oder zu Zwecken der Filterung 
von Licht bestimmter Wellenlange eingefarbt oder mit 
bestimmten absorptiven Materialien versehen sein 
kann. 

Das Material der den Halbleiterchip Ubergreifenden 
Linsenabdeckung bzw. linsenfdrmigen Chipabdeckung 
kann vorzugsweise Harz oder Silikon aufweisen. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Herstellung 
des optoelektronischen Bauelementes umfaBt in vorteil- 
hafter Weise insbesondere folgende Schritte: 



— Fertigen des den Chiptrager und die wenigstens 
zwei Elektrodenanschiflsse umgebenden und diese 
abstfltzenden Sockelteiles durch einen SpritzguB- 
vorgang, 

— Befestigen des optoelektronischen Halbleiter- 
chips auf der annihernd ebenen Chiptragerflache 
des Chiptragers durch Bonden, 

— Kontaktieren des optoelektronischen Halblei- 
terchips mit den wenigstens zwei durch das Sockel- 
teil hindurchgefuhrten Elektrodenanschlussen, 

— Aufsetzen einer eigenstandig gestalteten und 
aus Kunststoffmaterial gefertigten Kappe, welche 
die das Sockelteil ubergreifende Linse aufweist, auf 
das Sockelteil derart, daB Kappe und Sockelteil 
selbsttatig so zueinander positioniert werden, daB 
die optischen Achsen der Linse und des auf dem 
Chiptrager angeordneten Halbleiterchips wenig- 
stens annShernd zusammenf alien, und 

— dauerhaftes Befestigen der Kappe mit dem Sok- 
kelteil 

Hierbei kann vorgesehen sein, daB die eigenstandig 
gestaltete und aus Kunststoffmaterial gefertigte Kappe 
als separates Bauteil durch einen SpritzguBvorgang her- 
gestellt wird. Die Herstellung des Sockelteiles wird vor- 
zugsweise durch einen SpritzguBvorgang eines Chiptra- 
gers aus einer Vielzahl von in einem Chiptrager band 
aufeinanderfolgend angeordneter Chiptrager durchge- 
fuhrt Die Trennung eines optoelektronischen Halblei- 
ter-Bauelementes von einem Chiptragerband erfolgt 
erst nach erfolgter Herstellung des Sockelteiles, Befesti- 
gung des Halbleiterchips auf der Chiptragerflache 
durch Bonden, sowie Kontaktierung des Halbleiterchips 
mit den Elektrodenanschlussen. Das umspritzte Trager- 
band kann endlos hergestellt und verarbeitet werden, 
sogenannte Reel-to- reei-Technik. Auf diese Weise kann 
insgesamt eine kostengunstige Montage des Bauele- 
mentes mit sehr engen elektrooptischen Parameterto- 
leranzen verwirklicht werden. 

Weitere Merkmale, Vorteile und ZweckmaBigkeiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be- 
schreibung von AusfOhrungsbeispielen anhand der 
Zeichnung. Es zeigt: § t 

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines opto- 
elektronischen Halbleiter-Bauelementes gemaB einem 
AusfUhrungsbeispiel der Erfindung; m 

Fig. 2A eine schematische Schnittansicht eines Sok- 
kelteiles und eines Chiptragers bei einem optoelektroni- 
schen Halbleiter-Bauelement gemaB einem weiteren 
Ausftthrungsbeispiel der Erfindung; 

Fig. 2B eine schematische Draufsicht des in Fig. 2A 
dargestellten optoelektronischen Halbleiter-Bauele- 
mentes; 
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Fig. 3A eine schematische Schnittansicht einer Kappe 
mit integriert ausgebildeter Linse eines optoelektroni- 
schen Halbleiter-Bauelementes gemaB einem weiteren 
AusfUhrungsbeispiel der Erfindung; 

Fig. 3B eine schematische Schnittansicht eines Sok- 
kelteils gemaB dem weiteren AusfUhrungsbeispiel der 
Erfindung; 

Fig. 3C eine schematische Draufsicht des in Fig. 3B 
darges tell ten Sockelteiles; und 

Fig. 4 eine schematische Ansicht eines Chiptrager- 
bandes zur Herstellung eines optoelektronischen Halb- 
leiter-Bauelementes gemafl der Erfindung. 

Die Figuren zeigen ein optoelektronisches Halblei- 
ter-Bauelement 1 mit einem eine annahernd ebene 
Chiptragerflache 2 aufweisenden Chiptrager 3, auf wel- 
cher ein optoelektronischer Halbleiterchip 4 mit vorbe- 
stimmter Ausrichtung seiner optischen Achse 5 befe- 
stigt ist, und einem dem Chiptrager 3 zugeordneten und 
diesen abstutzenden Sockelteil 6, welches aus einem 
Kunststoffmaterial gefertigt ist Der optoelektronische 
Halbleiterchip 4 ist elektrisch leitend mit zwei durch das 
Sockelteil 6 hindurchgefUhrten ElektrodenanschlUssen 7 
und 8 verbunden, wobei in der Fig. 1 ein Kontaktdraht9 
die Verbindung des Halbleiterchips 4 mit dem etnen 
ElektrodenanschluB 7 bewirkt, und die elektrische Ver- 
bindung mit dem anderen ElektrodenanschluB 8 durch 
Bondverbindung der elektrisch leitenden Unterseite des 
Halbleiterchips 4 mit der Chiptragerflache 2, welche 
einstuckig mit dem anderen ElektrodenanschluB 8 aus- 
gebildet ist, bewerkstelligt ist Die zur optischen Abbil- 
dung des Halbleiterchips 4 vorgesehene Linse 10 ist als 
Teii einer eigenstandig gestalteten und vorzugsweise 
aus Polycarbonat gefertigten Kappe 11 ausgebildet die 
so auf das Sockelteil 6 aufgesetzt ist, daB die optische 
Achse 12 der Linse 10 mit der optischen Achse 5 des auf 
dem Chiptrager 3 angebrachten Halbleiterchips 4 zu- 
sammenfallt Hierzu besitzt die Kappe 11 ein Haltemit- 
tel 13 fur eine formschlUssig mechanische Verbindung 
mit einem StUtzmittel 14 des Sockeiteils 6, derart, daB 
beim Aufsetzen der Kappe It auf das Sockelteil 6 das 
Haltemittel 13 und das StUtzmittel 14 wechselweise mit- 
einander in Eingriff gelangen. Kappe 11 und Sockelteil 6 
besitzen eine im wesentlichen zylindersymmetrische 
Querschnittsform, deren Zylindersymmetrieachsen kon- 
zentrisch zueinander verlaufen und jeweils mit den opti- 
schen Achsen 5 und 12 von Linse 10 und Halbleiterchip 
4 zusammenf alien. Der Innendurchmesser des Haltemit- 
tels 13 ist bei der in Fig. 1 dargestellten AusfUhrung 
wenigstens annahernd identisch mit dem AuBendurch- 
messer des Stutzmittels 14, so daB Haltemittel 13 und 
StUtzmittel 14 fur eine formflUssige Verbindung ange- 
paBt und ausgebildet sind Zur definierten AbstUtzung 
der Kappe 1 1 auf dem Sockelteil 6 besitzt das StQtzmit- 
tel 14 des Sockelteiles 6 an seinem AuBenumfang eine 
umlaufende und das Haltemittel 13 der Kappe 11 ab- 
stOtzende Widerlagerflache 15. Durch diese Ausbildung 
konnen beim FOgen von Kappe 11 und Sockelteil 6 
diese selbsttatig so zueinander positioniert werden, daB 
eine stabile, annahernd spielfreie Symmetrielage von 
Kappe 11 und Sockelteil 6 gewahrleistet ist, so daB das 
erfindungsgemaBe optoelektronische Bauelement 1 ge- 
ringste Justagetoleranzen und damit optische Schiel- 
winkel besitzt, und somit insbesondere fur Anwendun- 
gen mit sehr engen Abstrahlbzw. Empfangscharakteri- 
stiken geeignet ist 

Der Halbleiterchip 4 ist mit einer aus Harz oder Sili- 
kon bestehenden Schutz- bzw. Linsenabdeckung 16 
Ubergriffen, welche zwischen dem Sockelteil 6 und der 
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Kappe 11 befestigt ist 

Ein in dem Sockelteil 6 ausgebildeter Reflektor, der 
dem Halbleiterchip 4 zugeordnet ist und die Abstrahl- 
charakteristik bzw. Empfangscharakteristik mitbe- 
s stimmt, ist mit dem Bezugszeichen 17 angedeutet 

Bei dem in Fig. I dargestellten AusfUhrungsbeispiel 
der Erfindung kann die dauerhafte stabile Befestigung 
der auf das Sockelteil 6 aufgesetzten Kappe 11 durch 
eine Klebeverbindung oder SchweiBverbindung erfol- 
10 gen. DemgegenUber zeigen die Fig. 3A bis 3C ein weite- 
res AusfOhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen op- 
toelektronischen Bauelementes, bei dem nach dem Auf- 
setzen der Kappe 11 auf das Sockelteil 6 eine selbsttati- 
ge Festlegung einer dauerhaften und sicheren Befesti- 
15 gung durch einen SchnappverschluB erfolgen kann. 
Hierzu ist das Haltemittel 13 der Kappe 11 mit einer 
federnden Auskragung 18 versehen, die mit einer in dem 
StUtzmittel 14 des Sockelteiles 6 vorgesehenen Raste 19 
zur selbsttatigen Festlegung der Kappe 11 und des Sok- 
20 kelteils 6 in einer montierten Lage zusammenwirkt 

Weiterhin sind bei dem AusfUhrungsbeispiel nach den 
Fig. 3A bis 3C MaBnahmen ersichtlich, die eine zuver- 
lassige selbsttatige Positionierung beim ZusammenfU- 
gen von Kappe 11 und Sockelteil 6 unierstutzen. Bei- 
25 spielsweise sind die der in axialer Richtung Ifisbaren, 
formschlUssig mechanischen Verbindung von Kappe 11 
und Sockelteil 6 durch an beiden Teilen von Haltemittel 
13 und StUtzmittel 14 umlaufend oder in Umfangsrich- 
tung begrenzt und wechselweise ausgebildete Vor- 
30 sprUnge 20 und Vertief ungen 21 vorgesehen. 

Im folgenden wird das erfindungsgemaBe Verfahren 
zur Herstellung eines optoelektronischen Halbleiter- 
Bauelementes 1 gemaB einem bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel naher erlautert Die Fertigung geht aus 
35 von einem gemaB Fig. 4 dargestellten Chiptragerband 
22, welches endlos hergestellt und verarbeitet werden 
kann (Reel-to-reel-Technik). Zunachst werden in einem 
Prageschritt zur Herstellung glatter und sauberer Ober- 
fiachen die Chiptragerflachen 2 gefertigt auf welche die 
40 Halbleiterchips 4 befestigt werden sollen. Daran an- 
schlieBend werden die Bereiche der Chiptrager 3 und 
ElektrodenanschlUsse 7 und 8 einem Galvanikarbeits- 
gang unterzogen, bei dem beispielsweise zunachst Nik- 
kei, und anschlieBend Silber aufgetragen werden. So- 
45 dann wird als nSchster Herstellungsschritt das Sockel- 
teil 6 durch Umspritzen des Chiptragers 3 und der Elek- 
trodenanschlUsse 7 und 8 mit einem Thermoplastmateri- 
al gefertigt. Hierbei wird das Thermoplastmaterial zur 
Vermeidung von Lunker- und EinschluBbildung unter 
so Druck in eine SpritzguBform eingebracht, welche die 
gewunschte vorbestimmte Gestaltung des Sockeiteils 
besitzt Daran anschlieBend wird der Halbleiterchip 4 
auf der Chiptragerflache 2 durch Bonden, insbesondere 
Kleben, befestigt Gegebenenfalls werden Bonddrahte 
55 zur Kontaktierung des Halbleiterchips 4 mit einem 
ElektrodenanschluB verbunden. Nach diesem Herstel- 
lungsschritt kann, immer noch am endlosen Chiptrager- 
band 22, zum Schutz oder zur Gestaltung der Optik eine 
den Halbleiterchip 4 Ubergreifende Linsenabdeckung 16 
eo durch SpritzgieBen eines geeigneten lichtdurchlassigen 
oder mit einem Filtermaterial versehenen Kunststoff- 
materials hergestellt werden. Daran anschlieBend wird, 
nachdem die einzelnen Chiptrager 3 mit ausgebildetem 
SockelteU 6 und aufgebrachter Chipabdeckung 16 von 
65 dem Chiptragerband 22 getrennt wurden, die als eigen- 
standig gestaltete und aus Polycarbonat gef ertigte Kap- 
pe 11 mit integrierter Linse 10 auf das Sockelteil 6 der- 
art aufgesetzt, daB Kappe 11 und Sockelteil 6 seibsttatig 
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so zueinander positioniert werden, daB die optischen 
Achsen 5 und 12 zusammenf alien. 

PatentansprQche 

5 

1. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1), 
bestehend aus einem eine annahernd ebene Chip- 
tragerflache (2) aufweisenden Chiptrager (3), auf 
welcher ein optoelektronischer Halbleiterchip (4) 
mit vorbestimmter Ausrichtung seiner optischen io 
Achse (5) befestigt ist und einem dem Chiptrager 
(3) zugeordneten und diesen abstUtzenden Sockel- 
teil (6), welches aus einem Kunststoffmaterial ge- 
fertigt ist, wobei der Halbleiterchip (4) elektrisch 
leitend mit wenigstens zwei durch das Sockelteil (6) 15 
hindurchgefOhrten ElektrodenanschiQssen (7, 8) 
verbunden ist, und dem Halbleiterchip (4) eine das 
Sockelteil (6) ubergreifende Linse (10) zugeordnet 
ist, dadurch gekennzeichnet, daB die das Sockel- 
teil (6) ubergreifende Linse (10) als Teil einer eigen- 20 
standig gestalteten und aus Kunststoffmaterial ge- 
fertigten Kappe (11) ausgebildet ist, wobei die Kap- 
pe (11) ein Haltemittel (13) fur eine formschlQssig 
mechanische Verbindung mit einem Stutzmittel 
(14) des Sockelteiles (6) aufweist, derart, daB beim 25 
Aufsetzen der Kappe (11) auf das Sockelteil (6) das 
Haltemittel (13) und das Stutzmittel (14) wechsel- 
weise miteinander in Eingriff gelangen, und das 
Haltemittel (13) und das Stutzmittel (14) derart ge- 
staltet sind, daB beim Aufsetzen der Kappe (11) auf 30 
das Sockelteil (6) diese selbsttatig so zueinander 
positioniert werden, daB die optischen Achsen (12) 
der Linse (10) und des auf dem Chiptrager (3) ange- 
ordneten Halbleiterchips (4) wenigstens annahernd 
zusammenfallen. 35 

2. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
Kappe (11) und Sockelteil (6) eine im wesentlichen 
zylindersymmetrische Querschnittsform aufweisen, 
deren Symmetrieachsen zueinander konzentrisch 40 
verlaufen und jeweils mit den optischen Achsen (5, 
12) von Linse (10) und Halbleiterchip (4) zusam- 
menfallen. 

3. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 45 
daB das Haltemittel (13) der Kappe (11) und das 
StOtzmittel (14) des Sockelteiles (6) fur eine form- 
schlussige Verbindung angepaBt bzw. ausgebildet 
sind. 

4. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 50 
nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Haltemittel (13) und das Stutzmittel (14) so 
ausgebildet sind, daB beim Fugen von Kappe (11) 
und Sockelteil (6) diese selbsttatig so zueinander 
positioniert werden, daB eine stabile, wenigstens 55 
annahernd spielfreie Symmetrielage von Kappe 

(1 1) und Sockelteil (6) gewahrieistet ist 

5. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Stutzmittel (14) des Sockelteiles (6) an sei- €0 
nem AuBenumfang eine umlaufende und das Halte- 
mittel (13) der Kappe (1 1) abstUtzende Widerlager- 
flache(15)besitzt 

6. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 65 
daB die der in axialer Richtung ldsbaren, form- 
schlQssig mechanischen Verbindung von Kappe 

(1 1) und Sockelteil (6) zugeordneten Halte- (13) und 
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Stutzmittel (14) durch an beiden Teilen umlaufend 
und wechselweise ausgebildete Vorsprunge (20) 
und Nutausnehmungen (21) gebildet sind. 

7. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB die fur eine gegenseitige Ausrichtung von Kap- 
pe (11) und Sockelteil (6) in Umfangsrichtung vor- 
gesehenen Halte- (13) und Stutzmittel (14) durch 
zusatzliche, an beiden Teilen wechselweise ange- 
ordnete radiale und in Umfangsrichtung begrenzt 
ausgebildete Vorsprunge (20) und Ausnehmungen 
(21) gebildet sind. 

8. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Haltemittel (13) der Kappe (11) mit einer 
federnden Auskragung (18) versehen ist, die mit 
einer in dem Sttttzmittel (14) des Sockelteiles (6) 
vorgesehenen Raste (19) zur selbsttatigen Festle- 
gung der Kappe (It) und des Sockelteiles (6) in 
einer Montagelage zugeordnet ist 

9. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Sockelteil (6) aus einem Hochtemperatur- 
kunststoff hergestelit ist 

10. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Sockelteil (6) aus einem thermoplastischen 
Kunststoff, insbesondere aus Liquid Crystal Poly- 
mers, oder Polyphtalamid, oder Polysulfon herge- 
stelit ist 

11. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Halbleiterchip (4) mit einer Linsenabdek- 
kung (16) Ubergriffen ist, welche zwischen dem Sok- 
kelteii (6) und der Kappe (11) angeordnet bzw. be- 
festigt ist 

12. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (I) 
nach Anspruch 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
den Halbleiterchip (4) Ubergreifende Linsenabdek- 
kung (16) aus einem lichtdurchlassigen Kunststoff- 
material gefertigt ist, welches insbesondere ein op- 
tisches Fiitermaterial aufweist 

13. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB das aus Kunststoff gefertigte Sockelteil (6) ein 
Material zur Erhohung der Absorption von einfal- 
lendem Streulicht aufweist, und insbesondere mit 
schwarzer Farbe eingefarbt ist 

14. Optoeiektronisches Halbleiter-Bauelement (1) 
nach Anspruch 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet 
daB innerhalb des Sockelteiles (6) ein dem Halblei- 
terchip (4) zugeordneter Reflektor (17) vorgesehen 
ist 

15. Verfahren zur Herstellung eines optoelektroni- 
schen Halbleiter-Bauelementes (1), bestehend aus 
einem eine annahernd ebene Chiptragerflache (2) 
aufweisenden Chiptrager (3), auf welcher ein opto- 
elektronischer Halbleiterchip (4) mit vorbestimm- 
ter Ausrichtung seiner optischen Achse (5) befe- 
stigt ist und einem dem Chiptrager (3) zugeordne- 
ten und diesen abstUtzenden Sockelteil (6), welches 
aus einem Kunststoffmaterial gefertigt ist, wobei 
der Halbleiterchip (4) elektrisch leitend mit wenig- 
stens zwei durch das Sockelteil (6) hindurchgefUhr- 
ten ElektrodenanschlUssen (7, 8) verbunden ist, und 
dem Halbleiterchip (4) eine das Sockelteil (6) Uber- 
greifende Linse (10) zugeordnet ist 
gekennzeichnet durch die Schritte: 
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— Fertigen des den ChiptrSger (3) und die we- 
nigstens zwei Elektrodenanschlttsse (7, 8) urn- 
gebenden und diese abstutzenden Sockelteil 
(6) durch einen SpritzguBvorgang, 

— Befestigen des optoelektronischen Halbiei- 5 
terchips (4) auf der annahernd ebenen Chiptra- 
gerflache (2) des Chiptragers (3) durch Bonden, 

— Kontaktieren des optoelektronischen Halb- 
leiterchips (4) mit den wenigstens zwei durch 
das Sockelteil (6) hindurchgefuhrten Elektro- 10 
denanschlOssen (7, 8), 

— Aufsetzen einer eigenstandig gestalteten 
und aus Kunststoffmaterial gefertigten Kappe 
(11), welche die das Sockelteil (6) Ubergreifen- 
de Linse (10) aufweist, auf das Sockelteil (6) 15 
derart, daB Kappe (11) und Sockelteil (6) 
selbsttitig so zueinander positioniert werden, 
daB die optischen Achsen (5, 12) der Linse (10) 
und des auf dem Chiptrager (3) angeordneten 
Halbleiterchips (4) wenigstens annahernd zu- 20 
sammenfallen, und 

— dauerhaftes Befestigen der Kappe (II) mit 
dem Sockelteil (6). 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die eigenstandig gestaltete und aus 25 
Kunststoffmaterial gefertigte Kappe (11) als sepa- 
rates Bauteil durch einen SpritzguBvorgang herge- 
stcllt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB zwischen dem Sockelteil (6) 30 
und der Kappe (11) eine den Halbleiterchip (4) 
ubergreifende Unsenabdeckung (16) hergestellt 
wird 

18. Verfahren nach Anspruch 15 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Herstellung des Sockeltei- 35 
les (6) durch einen SpritzguBvorgang eines Chiptra- 
gers (3) aus einer Vielzahl von in einem Chiptrager- 
band (22) aufeinanderfolgend angeordneter Chip- 
trager (3) durchgef iihrt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB die Trennung eines einzelnen opto- 
elektronischen Halbleiter-Bauelementes (1) von 
dem Chiptragerband (22) erst nach erfolgter Her- 
stellung des Sockelteiles (6), Befestigung des Halb- 
leiterchips (4) auf der Chiptragerflache (2) durch 45 
Bonden, sowie Kontaktierung des Halbleiterchips 
(4) mit den Elektrodenanschiussen (7, 8) erfolgt 
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